BEGEISTERUNG FUR ELEKTRONIK

LEITERPLATTEN
BAUGRUPPEN
Made in Germany

pcb & more

Datenblatt
Herstellung Leiterplatten DKL

Basismaterialien Standard FR4

min. Materialstarke 0,5 mm
max. Materialstarke 3,2 mm
min. End-Kupfer-Dicke 35 pm
max, End-Kupfer-Dicke 105 pm
Ta 13041504170 °C
Layout Strukturbreite 125 pm
Strukturabstand 125 pm
umil. Léstopplack-Frestellung 50 pm
Meinster Loststopplack-Steg 150 pm
Keinste Restringe 125 pm
Meinste Bohrung (Via) 0,2 ym
Heinster Frasradius 250 pm
Heinster Ritzwinkel 30®
Durchkontaktierung > 20 pm
Kantenmetallisierung maglch
Oberflache HaAL bleifrei

HAL SnPb

chem. Zinn

chem. NifAu

chem. Ag

Hartgold, Bondgold

Carbondruck

Lﬁtsmpplacj( griin / schwarz [ blau /rot ...

superweld (fir LED- Anwendungen )

Durchsteigefriller

abziehbare Lotabdeckmaske

Kaptonband

Kennzeichendruck weiBl / gelb | schwarz ..,
Qualitatskontrolle optische Kontrolle
AOI
elektrischer Test
Erstmusterpriifung
Daten vorzugsweise Gerberdaten
Eagle
TARGET, PROTEL, ARium, etc.
Zertifikate [ Normen 150 9001:2015
L
IPC-A-600
andere Materialien und Ausfihrungen auf Anfrage

LFG Eckhard Oertel eK. - Gewerbepark Keplerstra3e 35 - 07549 Gera
T 0365 7732090 - F 0365 77320920 - info@lfg-oertel.de - www.lfg-oertel.de



